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(57) Resumo: O objetivo da presente invengao é assegurar uma
maxima precisdo tanto na etapa da fabricacdo de uma composi¢cao
eletrénica de um chip com dimensbdes pequenas como na etapa de
posicionamento de tal composi¢cdo em um substrato isolante. O
objetivo é alcangado por meio de um processo de posicionamento em
um suporte, chamado substrato (7), de pelo menos uma composigao
eletrénica consistindo de um chip (4) incluindo pelo menos um contato
elétrico (5, 5) em uma de suas faces, dito contato (5, 5) sendo
conectado a um segmento (3, 3) de trilhas condutivas, e dito
posicionamento sendo realizado por meio de um dispositivo de
posicionamento (6) retendo e posicionando dita composi¢do no
substrato (7), caracterizado pelo fato de incluir as seguintes etapas: -
formagéo de um segmento (3, 3) de trilhas condutivas tendo um
contorno pré- determinado. - transferencia do segmento de trilhas (3,
3) ao dispositivo de posicionamento (6). - captura do chip (4) com o
dispositivo de posicionamento (6) contendo o segmento de trilhas (3,
3) de tal modo que dito segmento de trilhas (3, 3) é posicionado em
pelo menos um contato (5, 5) do chip (4). - posicionamento da
composigao eletrénica consistindo do chip (4) e do segmento de trilhas
(3, 3) em uma posigao pré-determinada no substrato (7). - encaixe do
chip (4) e do segmento de trilhas (3, 3) no substrato. A invengéo
também se refere ao dispositivo de posicionamento usado no processo
e a um objeto portatil incluindo uma composigéo eletrénica posicionada
de acordo com o processo.
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METODO PARA-APLICAR UMA COMPOSICAO ELETRONICA A UM SUBSTRATO
E UM DISPOSITIVO PARA APLICAR A REFERIDA COMPOSICAO

Area Técnica

A presente invengdo refere-se a montagem de transponders, cartdes de chip,
circuitos integrados ou outros suportes de dados digitais e, mais particularmente, & colocagio,
montagem e conexdo de composigdes eletrdnicas em um suporte isolante, comumente mais

conhecido como um substrato.
Estado da Técnica

Uma composigéo eletrdnica significa, aqui, um componente na forma de um
chip semicondutor, munido, em uma de suas faces, com areas de contato elétrico, nas quais
segmentos de trilhas condutivas sdo inseridos para prolongar tais contatos. Estes segmentos de
trilha sdo conexdes que ligam o chip aos elementos externos localizados no substrato. Por
exemplo, em um transponder, os segmentos de trilha da composi¢éo sdo usados para conecta-
la aos terminais de uma antena instalada no perimetro do substrato.

Ha varios processos de colocagdo e conexdo de um chip ou de uma
composigdo eletronica em um substrato, incluindo trilhas condutivas, a saber:

O documento EP0694871 descreve um processo de colocag¢do de um chip
realizado por meio de uma ferramenta de pressdo a quente. A ferramenta captura o chip, com
a face voltada para cima, inclusive os contatos, e entdo o pressiona a quente dentro do
material do substrato. A face, inclusive os contatos, ¢ nivelada com a superficie do substrato.
As conexdes sdo produzidas usando impressdo em silk-screen, ou por tracejado de trilhas
através de tinta condutiva que conecta os contatos do chip a uma antena, por exemplo. De
acordo com uma forma de realizag@o, o segmento de trilhas é colocado no substrato e o chip é
pressionado a quente, com a face direcionando os contatos ao substrato, de maneira a fazer
uma conexdo pelo pressionamento de um contato do referido chip contra o segmento de
trilhas.

No documento WO98/26372, o chip inclui contatos em relevo, e esta
instalado com a face direcionando os contatos ao substrato. Os contatos do chip sdo aplicados
contra terminais condutivos de uma antena impressos no substrato. Uma ldmina plastica

intermedidria € sobreposta no substrato assim equipado, ¢ reveste o chip. Uma segunda lamina
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cobre o substrato antes da laminag@o a quente desta composi¢do de ldminas. Este processo,
chamado de técnica de “chip instantdneo”, permite que a colocacgio e a conexdo do chip seja
realizada em uma Unica operagdo e assegura uma espessura minima da composigao.

O documento W(O98/44452 descreve um processo de fabricagdo de um
cartdo de chip contendo pelo menos um microcircuito no substrato do cartdo. O microcircuito
€ posicionado de maneira que os pinos de saida fiquem direcionados para cima. A aplicagdo
de tinta condutiva com uma seringa realiza a conexdo dos pinos com o0s contatos de uma
antena localizada na superficie do substrato. O microcircuito é instalado ao fundo de uma
cavidade que tem uma profundidade maior do que a espessura do microcircuito, de modo a
deixar um espago que permite ao referido microcircuito ser revestido com resina apos as
conexdes terem sido realizadas. As conexdes seguem o perfil do microcircuito e o perfil da
cavidade antes de alcangar os contatos ou trilhas impressas na superficie do substrato.

No processo descrito no documento EP1410322, um moédulo completo
compreendendo um chip munido de areas de contato ¢ posicionado, a partir de uma faixa de
suporte, em um substrato, incluindo as trilhas condutivas impressas, também ajustadas em
uma faixa. Um mddulo, entre aqueles fixados na faixa, é posicionado de fronte a uma parte da
faixa equipada com uma composi¢do de trilhas condutivas que formam, por exemplo, uma
antena. Entdo, ele ¢ separado da faixa de modo a se aderir em um substrato nas proximidades
dos terminais da antena. A conexdo das areas de contato do modulo com a antena ¢ realizada
por pressdo e plissagem com um dispositivo adequado durante o processo de colagem do
modulo.

O documento FR2780534 descreve um processo de fabrica¢do de um objeto
incluindo um corpo que compreende um chip semicondutivo munido’com dreas de contato em
uma de suas faces, e metalizagdes formando uma antena. O processo consiste em inserir o
chip por meio de pressdo a quente dentro de uma pequena- placa feita de material
termoplastico. A face do chip munido com areas de contato ¢ posicionada de tal modo que ele
¢ nivelado com uma das faces da placa. As metalizagdes formam a antena assim como as
conexdes das areas de contato do chip sdo feitas na mesma face da placa por meio de
impressdo em silk-screen com tinta condutiva.

Esse processo torna-se 1naplicdvel quando as dimensdes do chip
semicondutivo sio muito pequenas, de aproximadamente poucos décimos de um milimetro.
De fato, a impressdo por silk-screen ou a aplicagdo de material condutivo por um outro

processo (tracejado, projecdo) ndo possibilita a necessaria precisio que tem de ser alcangada,
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a qual previne curtos-circuitos ou a interrupgio dos contatos no nivel das areas de conexio no
chip.

O principal empecilho do posicionamento e processos de conexdo
supramencionados € a sua auséncia de precisdo, especialmente quando as dimensdes do chip
formando a composi¢do eletronica sdo notavelmente reduzidas, por exemplo 0.2 mm por 0.2
mm. Ademais, a distdncia muito pequena, de aproximadamente 0.05 mm, que separa os
segmentos das trilhas anexadas aos contados do chip, requer um nivel elevado de precisio em
termos de posicionamento e conexio.

Nos trés primeiros exemplos, somente um chip ou um microciréuito é
posicionado no substrato, seja com 0s contatos pressionados nas trilhas marcadas, em uma
face do substrato (chip instantaneo), seja com os contatos visiveis conectados
subseqiientemente. Estes dois tipos de processo tornam-se ndo confidveis, mais propriamente
dito, quando o tamanho do chip e dos contatos se reduz.

No penultimo exemplo, os modulos sdo fabricados separadamente e
ajustados em uma faixa antes de serem posicionados no substrato. Este processo também ¢

relativamente lento e caro.
Resumo da invengéo

O objetivo da presente invengdo ¢ assegurar a maxima precisdo tanto na
etapa da fabricagdo de uma composi¢do eletronica a partir de um chip com pequenas
dimensdes como na etapa do posicionamento deste tipo de composi¢do em um substrato
isolante. Um outro objetivo é conseguir um custo muito baixo de produgdo de um transponder
com uma taxa de fabricagdo elevada.

Estes objetivos sdo alcangados por meio de um processo de posicionamento
em um suporte, chamado substrato, de pelo menos uma composicéo eletronica consistindo de
um chip que inclui pelo menos um contato elétrico em uma de suas faces, dito contato sendo
conectado a um segmento de trilhas condutivas, sendo este posicionamento realizado por
meio de um dispositivo de posicionamento que mantém e posiciona tal montagem no

substrato, caracterizado pelo fato de incluir as seguintes etapas:
- formagdo de um segmento de trilhas condutivas com um contorno pré-determinado.

- transferéncia do segmento de trilhas ao dispositivo de posicionamento.



10

15

20

25

4/16

- captura do chip pelo dispositivo de posicionamento, conduzindo o segmento de trilhas
de tal modo que tal segmento de trilhas fique posicionado em pelo menos um contato

do chip.

- posicionamento de uma composi¢do eletronica consistindo de um chip munido do

segmento de trilhas em uma posig¢éo pré-determinada no substrato.
- encaixe do chip e do segmento de trilhas no substrato.

Aqui, o termo substrato se refere a qualquer tipo de suporte isolante, seja ele
um cartdo, uma etiqueta, um objeto ou uma parte da estrutura do objeto (carcaga do
aparelho, cracha de identificacdo, caixa, revestimento de embalagem, documento, etc.)
que possa ser equipada com uma composi¢do eletronica de acordo como processo acima.

De acordo com um modo de realizagdo preferido, o segmento de trilhas
consiste de uma faixa estreita de qualquer formato, marcada a partir de uma lamina de um
material condutivo com ferramenta de marcagfo. Ela ¢ entdo transferida a um dispositivo
de posicionamento que a retém, por exemplo, ]Sor meio de um dispositivo de suc¢do de ar.
Em geral, o numero de segmentos de trilhas marcados corresponde ao nimero de contatos
do chip. Eles s@o mantidos pelo dispositivo de posicionamento de acordo com um
agrupamento que depende das posi¢Ses dos contatos no chip. O formato e as dimensdes
individuais deles também sdo determinados pela configuragéo dos contatos do chip assim
como por aquele das trilhas condutivas do substrato.

Os segmentos de trilha podem também formar uma antena de transponder
que trabalha, por exemplo, no dominio das frequiéncias de UHF (freqiiéncia ultra-elevada).
Em um caso, a ponta do éegmento que ndo esta conectada ao chip permanece livre, ou
seja, sem conexdo com outras trilhas no substrato. De acordo com uma outra
configuragdo, o segmento forma um circuito elétrico fechado, com cada ponta conectada
ao chip. E claro que o dispositivo de posicionamento pode lidar com tal segmento da
mesma maneira como com um segmento que inclua somente uma ponta conectada ao
chip. '

Neste tipo de configuragéo, € possivel que o chip inclua outros contatos a
partir dos quais segmentos sdo conectados a trilhas ou a superficies de contato instaladas

no substrato.
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O dispositivo de posicionamento, onde os segmentos de trilha so fixados,
captura um chip, também por meio de suc¢do, de acordo com uma das formas de
realizagdo, os terminais dos segmentos de trilha sendo pressionados contra os contatos do
chip. Esta composigdo € entdo posicionada e pressionada no local previsto no substrato e
os terminais livres dos segmentos de trilha conectam-se aos terminais de um circuito
presente no substrato (por exemplo, uma antena).

O objetivo desta inven¢do também compreende um dispositivo de
posicionamento concebido para posicionar uma composi¢éo eletrdnica em um substrato, a
referida composi¢do compreendendo um chip munido de pelo menos um contato elétrico
conectado com um segmento de trithas condutivas, este dispositivo sendo munido de
meios para posicionar e pressionar a composi¢do eletrdnica no substrato, caracterizado
pelo fato de compreender um cabegote equipado com meios para manter pelo menos um
segmento de trilhas condutivas, e tal meio de reteng@o sendo conectado para agarrar e
segurar um chip de modo que o segmento de trilhas seja conectado a pelo menos um
contato do chip.

Os meios de retengdo do segmento de trilhas sdo preferivelmente feitos de
um dispositivo de sucg@o de ar que cria um vacuo em uma das faces do segmento de
trilhas. Um dispositivo similar também pode ser previsto para capturar um chip com uma
ponta do segmento de trilhas sendo encaixada em um contato do chip. A composi¢do
assim montada € transportada em dire¢do a um espago pré-determinado no substrato, onde
serd implantada. O dispositivo de posicionamento também inclui meios para pressionar a
composi¢do para dentro do substrato.

Uma vantagem da invencgdo € evitar a producdo de um modulo intermediario
devido ao fato de que a composi¢do eletrdnica ¢ montada por meio de um dispositivo de
posicionamento antes de ser posicionada no substrato.

A 1nvengdo também se refere a um objeto portatil compreendendo em toda
ou em parte de sua estrutura um substrato isolante no qual pelo menos um chip eletrénico
¢ encaixado, dito chip incluindo uma face tendo pelo menos um contato, e tal face sendo
posicionada no mesmo nivel da superficie do substrato, caracterizado pelo fato de que
pelo menos um segmento de trilhas condutivas, aplicado a superficie do substrato, fica

conectado ao contato do chip.

Descrigdo dos desenhos
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A inven¢do serd melhor compreendida gragas a seguinte descrigdo
detalhada, que se refere aos desenhos anexados, os quais sdo apresentados como exemplos

ndo limitantes, nos quais:

- aFigura 1 mostra a marcagdo dos segmentos de trilha a partir de uma faixa de material
condutivo e uma vista superior esquematica e translucida do dispositivo de

posicionamento retendo um chip e os segmentos de tritha.

- a Figura 2 mostra uma vista em segdo ampliada da composi¢io eletrdnica

compreendendo o chip e os segmentos de trilha.

- a Figura 3 mostra uma vista superior de uma parte do substrato onde a composi¢éo é

posicionada e conectada com as trilhas marcadas.
- aFigura 4 mostra uma vista em se¢do ampliada da parte do substrato da Figura 3.

- a Figura 5 mostra uma vista inferior esquematizada do cabecote do dispositivo de

posicionamento retendo os segmentos de trilha e o chip.

- a Figura 6 mostra uma forma de realizacdo onde os segmentos de trilha sdo marcados

a partir de uma faixa condutiva munida de areas isolantes.

- a Figura 7 mostra uma vista superior de uma parte do substrato onde os segmentos de
trilha da composi¢do, munidos de dareas isolantes, atravessam ou se sobrepdem a

outras trilhas do substrato.

- aFigura 8 mostra uma vista superior de uma parte do substrato onde os segmentos de
trilha da composicdo sdo mais extensos e munidos de areas isolantes. Eles sdo

aderidos ao substrato e atravessam as trilhas.

- a Figura 9 mostra uma vista em se¢do ampliada de uma parte do substrato, onde a

composi¢do dos segmentos do chip esta encaixada no substrato.



10

15

20

25

7/16

a Figura 10 mostra uma vista em se¢do ampliada de uma parte do substrato incluindo
uma cavidade com dimensdes mais extensas do que aquelas do chip, e a composi¢do
dos segmentos do chip fica retida na cavidade gragas a um adesivo que preenche os

espacos livres.

a Figura 11 mostra uma vista em se¢do ampliada de uma parte do substrato incluindo
uma cavidade com profundidade menor do que a altura do chip. O material do
substrato preenche os espacos vazios durante o encaixe da composi¢do dos segmentos

do chip dentro da cavidade.

a Figura 12 mostra uma vista em se¢do ampliada de uma parte do substrato formada
por duas camadas sobrepostas, a camada superior inclui uma janela com dimensdes
aproximadamente iguais aquelas do chip, e a composi¢do dos segmentos do chip

sendo encaixada na janela.

a Figura 13 mostra uma vista em se¢fio ampliada de uma parte do substrato formada
por duas camadas sobrepostas, a camada superior inclui uma janela com dimensdes
mais largas do que aquela do chip, e a composi¢do dos segmentos do chip ficando

retida na cavidade gracas a um adesivo que preenche os espagos livres.

a Figura 14 mostra uma vista em se¢do ampliada de uma parte de um substrato
formado por duas camadas sobrepostas, a camada superior tendo uma espessura menor
do que altura do chip e incluindo uma janela. O material da camada inferior do
substrato preenche os éspa(;os livres durante o encaixe da composi¢do dos segmentos

do chip na janela.

a Figura 15 mostra uma vista em se¢do ampliada de uma parte do substrato formada
por duas camadas sobrepostas, a camada inferior incluindo uma janela. A composi¢@o
dos segmentos do chip fica encaixada dentro da camada superior, que se defronta com

a janela da camada inferior.

a Figura 16 mostra a vista em secdo da Figura 15 com a composi¢éo dos segmentos do
chip encaixada na camada superior, € o material de tal camada preenchendo a janela

da camada inferior.



10

15

20

25

8/16

- a Figura 17 mostra uma parte do substrato compreendendo uma composi¢io de
segmentos do chip com segmentos atravessando as trilhas condutivas mediante sua

passagem sob os segmentos isolantes.
Descrigdo detalhada da invengdo

De acordo com o processo da invengdo, cada composi¢do eletrnica é
montada antes de seu posicionamento e conexdo com outros elementos presentes no
substrato. Os segmentos de trilha (3, 3°), cujo nimero normalmente corresponde ao
numero de contatos (5, 5”) do chip (4), sdo cortados a partir de uma lamina (2) de material
condutivo, e séo entdo montados nestes contatos (5, 5°).

A Figura 1 mostra um exemplo de um par -de segmentos de trilha
retangulares (3, 3”) dispostos de forma espacada, marcados na ldmina (2), ou em uma
faixa de cobre originada de um rolo, por exemplo. A ferramenta de marca¢o (1) funciona,
aqui, de baixo para cima e empurra os segmentos cortados (3, 3°) em diregdo a sua
superficie superior de tal modo a serem facilmente transteridos para o dispositivo de
posicionamento (6). O ultimo € posicionado acima da ferramenta de marcagio (1) e traga
os segmentos (3, 3’) mediante a reten¢do dos mesmos na mesma posicdo da que se deu
durante a marca¢do. Um chip eletronico (4) € entdo capturado pelo dispositivo de
posicionamento (6), o qual carrega os segmentos (3, 3°) de tal modo que seus contatos (5,
5%) toquem as pontas mais proximas de cada segmento (3, 3°) em uma area central do
cabegote do dispositivo de posicionamento. O chip (4) também ¢ retido no dispositivo por
melo de sucgdo, de modo similar ao dos segmentos de trilha (3, 37).

A composic¢do assim formada ¢ retida pelo dispositivo de posicionamento
(6) e entdo € posicionada e subseqiientemente pressionada a quente, por exemplo, dentro
de um substrato (7) pelo mesmo dispositivo. A superficie de contato da composicéo, que é
direcionada para cima, fica nivelada com a superficie do substrato (7), conforme ilustrado
na vista em sec¢do da Figura 4, e os segmentos de trilha (3, 3°) sdo posicionados rente a
superficie do substrato (7).

As pontas livres dos segmentos (3, 3”) sdo conectadas por meio da aplicac_;éoi
de pressdo nos terminais apropriados, os quais sdo formados com trilhas condutivas (8, 8’)

instaladas no substrato (7), vide Figura 3.
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Em uma etapa final da montagem, uma chapa de protec¢io isolante (9) é
laminada, de acordo com uma técnica conhecida, em toda ou em parte da superficie do
substrato (7), assegurando a retengdo mecénica final da composi¢io eletrdnica constituida
pelos segmentos de tritha (3, 3”) e pelo chip (4), tendo sido feitas previamente as conexdes
elétricas.

Este processo de posicionamento € aplicado com vantagem, por exemplo,
durante a fabricagdo de transponders ou de cartdes de chip sem-contato, onde a
composigdo eletronica € conectada, por exemplo, aos terminais de uma antena.

A Figura 2 mostra uma vista em se¢do de uma composi¢do consistindo de
um chip (4) que compreende dois contatos (5, 5°), cada um munido de um relevo. A
conexdo dos segmentos de trilha (3, 3”) é realizada mediante a aplicagdo de pressdo de tal
modo que os relevos alcancem o contato elétrico com o material condutivo do segmento.
Os relevos também podem ser feitos de um material condutivo que seja fundivel a
temperatura relativamente baixa (liga de estanho, por exemplo), de maneira que o
dispositivo de posicionamento realize a conexdo dos segmentos de trilha com o auxilio de
calor fornecido.

Quando o ponto de fusdo material dos relevos é maior, tal como, por
exemplo, no caso do ouro, um contato elétrico otimizado ¢ garantido por meio de pontos
suplementares de solta, por exemplo, a laser, ultra-sonoro ou também por compressio
térmica. Essas operagdes de soldagem podem ser realizadas com o dispositivo de
posicionamento tanto durante como depois do encaixe da composi¢io eletronica no
substrato (7) ou durante uma etapa suplementar posterior ao posicionamento da
composigdo eletrénica. Outra possibilidade consiste em usar um dispositivo de soldagem
de maneira separada do dispositivo de posicionamento, a fim de soldar, durante uma etapa
anterior, os segmentos condutivos (3, 3’) com os contatos (5. 5°) do chip (4) em alta
temperatura. A composi¢do dos segmentos de chip é entdo transferida do dispositivo de
posicionamento, o qual posiciona a referida composi¢do no substrato (7) para encaixa-la
em temperatura baixa, adaptada ao amolecimento do substrato, por exemplo. Devido a
temperatura elevada do dispositivo de soldagem, esta operagdo de posicionamento torna-
se dificil de realizar com somente um dispositivo para execu¢do tanto da soldagem como
do posicionamento, sem danificar o substrato.

De acordo com uma forma de realizagdo, a conexdo dos segmentos de trilha
(3, 37) nos contatos (5, 5”) do chip (4) pode ser realizada através da aplicagdo de um

adesivo condutivo nestes contatos (5, 5°) antes de o dispositivo de posicionamento (6)
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capturar o chip (4). Uma outra possibilidade consiste em aplicar adesivo condutivo na
ponta dos segmentos (3, 3”) que se defrontam com os contatos (5, 5°) do chip (4). Esta
opera¢do ¢ executada durante uma etapa anterior a transferéncia do segmento (3, 3”) ao
dispositivo de posicionamento (6), antes ou depois de sua marcagdo. O adesivo também
pode ser aplicado previamente na ldmina condutiva, de forma inativa, sendo, entdo,
subseqiientemente ativado. A adesdo dos contatos (5, 5°) do chip (4) aos segmentos de
trilha (3, 3°) é entdo realizada durante a captura do chip (4) pelo dispositivo de
posicionamento (6), durante ou depois da etapa de encaixe da composi¢do dos segmentos
do chip dentro do substrato (7).

A Figura 5 representa uma vista inferior esquematizada do cabegote do
dispositivo de posicionamento (6) de acordo com a invengdo, munida com aberturas (10,
10°, 11) previstas para reter, por meio de sucgéo de ar (vacuo), os diferentes elementos da
composigio eletrdnica. Em uma primeira etapa, a sucgdo de ar através das aberturas (10,
10°) permite a recepgdio dos segmentos de trilha (3, 3”) na ferramenta de marcagdo (1) ¢
retém-nos em posicionamento. Em uma segunda etapa, o chip (4) é capturado a partir de
um suporte adequado, também por meio de sucg¢do de ar, através de um orificio central
(11). A composi¢do eletronica construida dessa maneira, e retida pelo dispositivo de
posicionamento, € finalmente transportada em dire¢do ao espago previsto no substrato (7)
e pressionada dentro do material. O cabegote do dispositivo de posicionamento (6) pode
ser feito tanto de varias pe¢as montadas juntas ou de apenas um unico bloco,
proporcionando um suporte global a ferramenta de marcagéo, ao sistema de sucgdo dos
segmentos € ao chip, aos meios de soldagem, etc., de acordo com um exemplo de
configuragdo.

A Figura 6 mostra uma forma de realizacdo onde a faixa condutiva (2), na
qual os segmentos de trilha (3, 3’) sdo marcados, ¢ munida com-dreas isolantes (12, 12°)
aplicadas na face inferior da faixa. Estas areas (12, 12”) sdo instaladas de modo a formar
uma parte central isolante (13, 13°), na face que sera aplicada contra o substrato, de cada
segmento marcado desta faixa (2). As pontas dos segmentos (3, 3°) ficam livres da area
isolante de modo a garantir as conexdes com o chip (4) e com as trilhas condutivas ou
com areas do substrato (7) previstas para tal propdsito. Este isolamento previne curtos-
circuitos com as trilhas (8, 8’) do substrato (7), o qual os segmentos atravessam em certas
configura¢des, conforme ilustrado na Figura 7.

De acordo com uma forma de realizagfo, as areas isoladas nos segmentos

podem ser realizadas a partir de segmentos isolantes obtidos de modo similar aos
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segmentos condutivos, mas a partir de uma pelicula isolante. Estes segmentos sio
transferidos ao dispositivo de posicionamento, no qual sdo mantidos contra os segmentos
de trilha apropriados antes do posicionamento e encaixe da composi¢do no substrato. Esta
alternativa permite produzir segmentos isolantes de qualquer formato e, especificamente,
mais largos do que os segmentos condutivos, de maneira a assegurar um isolamento
refor¢ado de um cruzamento de trilha, por exemplo (vide o exemplo na Figura 17).

De acordo com uma outra forma de realizacdo mostrada na Figura 8, € no
caso de os segmentos (3, 3’) serem mais extensos, a pelicula isolante da faixa condutiva
(2) pode compreender uma camada adesiva. O adesivo, uma vez ativado, garante a
retengdo do segmento no. substrato, quando atravessa vdrias trilhas, por exemplo. A
camada adesiva pode também ser instalada no substrato (7) em vez de ser aplicada na
pelicula isolante.

Durante o posicionamento da composi¢do, os segmentos (3, 3°) sdo aderidos
ao substrato (7), por exemplo, gragas a ativagdo, por aquecimento localizado, da camada
adesiva pelo dispositivo de posicionamento (6) em pontos (14, 14”) que se defrontam com
a area isolante. Estes pontos (14, 14”) sdo situados preferivelmente fora das trilhas do
substrato (7), permitindo assim a adesdo refor¢ada.

De acordo com uma forma de realizagdo, o mesmo dispositivo realiza as
operacdes de marcacdo dos segmentos (3, 3”) de trilhas condutivas e o posicionamento da
composi¢do. Neste caso, o cabegote do dispositivo € finalizado com uma marcagdo para
cortar os segmentos (3, 3°). Uma retirada da marcacdo permite que as aberturas de suc¢do
(10, 10”) capturem os segmentos (3, 3°) em uma posi¢do adequada, antes da retengdo do
chip (4). A etapa de transferéncia dos segmentos de trilha (3, 3°) da ferramenta de
marcagdo em dire¢do ao dispositivo de posicionamento € portanto eliminada.

De acordo com outra forma de realizag@o, os meios para capturar e reter o
chip compreendem elementos adesivos que substituem a(s) abertura(s) (11) na area central
do dispositivo de posicionamento (6). O chip (4) ¢ portanto aderido temporariamente entre
0s seus contatos (5, 57) durante o transporte da composi¢ao eletronica em dire¢do ao seu
espago no substrato (7). Os elementos adesivos t€ém uma for¢a adesiva mais fraca do que
aquela de fixagdo do chip (4) no substrato (7), de modo a possibilitar a retirada do
dispositivo de posicionamento (6) apds o encaixe da composi¢do eletronica. O adesivo
pode permanecer no chip (4) apds ter sido posicionado, com o objetivo de reforgar o
nivelamento da superficie da composicdo eletrdnica no caso de o chip (4) incluir contatos

(5, 5’) com relevos.



10

15

20

25

‘\ 12/16

Deve ser observado que os elementos de adesdo condutivos, de acordo com
um eixo vertical (eixo Z), podem também ser adicionados ao dispositivo de
posicionamento (6) que se defronta com os contatos do chip (4). Estes elementos podem
tanto substituir os elementos de adesdo ou a(s) abertura(s) de suc¢do (vacuo) da area
central, como completa-los.

De acordo com uma forma de realizagdo adicional, o cabecote do
dispositivo de posicionamento (6) pode incluir meios de soldagem dos segmentos de trilha
(3, 3°) nos contatos do chip (4). Estes meios de soldagem s3o constituidos de, por
exemplo, uma fonte de laser ou ultra-sonica, ou de um ou véarios elementos de
aquecimento. Em geral, eles sdo ativados antes ou durante o posicionamento, ou antes ou
depois do encaixe da composi¢do eletronica no substrato (7), de modo a exercer a pressdo
necessaria nos elementos a serem soldados.

O processo de acordo com a invengdo também se¢ aplica a fabricagdo de
cartdes inteligentes ou de fransponders compreendendo substratos que ndo sdo fundiveis
termicamente, a saber, um substrato que ndo derreterd ou amolecera quando a temperatura
elevar-se. O substrato pode ser feito de um material baseado em celulose tal como o papel
ou o papeldo. Neste caso, ¢ preferivel criar uma cavidade na qual o chip sera posicionado,
munido de seus segmentos de trilha. A cavidade pode ser executada por serrilhas ou por
encaixe de uma camada apos o amolecimento prévio do substrato, com solventes, com ou
sem a elevagdo da temperatura. A composicdo eletronica também pode ser pressionada, a
quente ou a frio, diretamente dentro do material que fica deformado localmente, ou em
uma area que € deixada maleavel para absorver o volume do chip. O objetivo do processo,
como no caso dos substratos termicamente fundiveis, € preservar o posicionamento
preciso sem nenhuma folga, o que significa sem a possibilidade de movimento da
composicdo dentro da cavidade. E claro, a referida cavidade do chip pode também ser
formada de um substrato fundivel termicamente, no qual o aquecimento localizado pode
facilitar o encaixe e a retengéo do chip na cavidade.

Testes com certos substratos ndo fundiveis termicamente tém mostrado que
um processo de encaixe direto da composi¢do, usando pressdo a quente, pode causar a
combustdo do material do substrato na posigdo do chip, criando assim a cavidade. Neste
caso, a formacdo prévia da cavidade nZo se faz mais necessaria.

Vérias formas de realizagdo do processo ilustrado nas Figuras 9 a 14 podem
ser apresentadas, de acordo com o material ou com a estrutura do substrato, ou de acordo

com o equipamento disponivel, a saber:
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a Figura 9 mostra a forma de realizagdo mais simples, na qual a composicdo dos
segmentos do chip € encaixada diretamente no material do substrato (7), seja a quente
ou a frio, com o uso de solventes. Em certos casos, para facilitar o posicionamento da
montagem, uma cavidade (15) ¢ formada no substrato (7) com dimensdes que sio
ligeiramente menores ou iguais aquelas do chip (4). A profundidade da cavidade (15)
corresponde, aproximadamente, a espessura do chip (4), de modo que a face, incluindo
os segmentos (3, 3°), fique nivelada com a superficie do substrato (7). Esta cavidade
(15) € preferivelmente criada durante uma etapa anterior ao posicionamento da
composi¢do dos segmentos do chip com o dispositivo de posicionamento (6). Esse
ultimo encaixa ou insere a composigdo dentro da cavidade (15), na qual fica retida
gracas a similaridade das dimensdes da cavidade (15) e do chip (4). Para reduzir a
pressdo do encaixe, também ¢ possivel amolecer localmente as bordas da cavidade

(15) com solventes apropriados.

a Figura 10 1lustra o caso em que as dimensodes da cavidade (15) sdo maiores do que
aquelas do chip (4) com uma profundidade correspondente, aproximadamente, a
espessura do chip (4). Neste caso, uma substincia, preferivelmente adesiva (16), tal
como, por exemplo, uma resina termicamente fundivel, de endurecimento térmico ou
de endurecimento por meio de luz ultravioleta, ou qualquer outro adesivo adequado, é
aplicada dentro da cavidade (15). Entdo, o dispositivo de posicionamento (6) encaixa o
chip (4) na substancia adesiva (16) que ¢ distribuida e descarregada dentro do espago
livre deixado ao longo do contorno do chip (4). Esse preenchimento permite reter a
composi¢do dos segmentos do chip em uma posicio estavel apds o endurecimento da

substéancia adesiva (16).

a Figura 11 mostra o caso onde a profundidade da cavidade (15) ¢ menor do que a
espessura do chip (4), e com dimensdes que sdo mais extensas do que aquelas do chip
(4). O dispositivo de posicionamento (6) encaixa o chip de tal modo que a face do chip(
(4), incluindo os segmentos (3, 3°), fique nivelada com a superficie do substrato (7).
Para assegurar o nivelamento sem uma deformagdo excessiva do substrato (7), a
altima pode ser amolecida (solventes ou aquecimento) no nivel da cavidade (15), o

que também permite a descarga (17) do material do substrato (7) no espago livre ao
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redor do chip (4). Este espago assim preenchido mantém a posig¢do da composicio dos

segmentos do chip na cavidade (15).

Esta forma de realiza¢do do processo pode ser combinada com a anterior por meio da
adi¢cdo de uma substincia adesiva (16) na cavidade ilustrada na Figura 11, para
completar o preenchimento do espaco de acordo com as dimensdes desta cavidade

(15), comparadas aquelas do chip (4).

as Figuras 12 a 14 mostram uma forma de realiza¢@o na qual o substrato (7) é formado
por duas camadas sobrepostas (7°, 7°’), posicionadas uma ao topo da outra. A camada
superior (7’) inclui uma janela (18), a saber, uma perfuragio através da total espessura
desta camada (7°). Em geral, a janela (18) € realizada por recorte da camada superior
(77) do substrato antes do posicionamento da camada inferior (7°°). A face inferior da
janela (18) fica fechada com a camada inferior (7°°) do substrato (7), de modo a
formar uma cavidade que mantém o chip (4) em uma posi¢do precisa. A laminagio de
ambas as camadaé do substrato ¢ realizada durante uma, etapa subseqiiente, apos o

posicionamento da composi¢do eletronica na cavidade.

a Figura 12 mostra uma forma de realizagdo onde as dimensdes da janela (18) sdo
menores ou iguais aquelas do chip (4), e a espessura desta camada (7”) € equivalente
aquela do chip (4). Como na forma de realizagdo da Figura 9, o chip (4) é encaixado
na janela (18) e € diretamente retido pelas laterais da janela (18). A face do chip (4),
incluindo os segmentos (3, 3”), ¢ nivelada com a superficie da camada superior (7’) do

substrato (7).

a Figura 13 mostra uma forma de realizégéo onde as dimensdes da janela (18) sdo
maiores do que aquelas do chip (4), e a espessura da camada superior (7°)
corresponde, aproximadamente, aquela do chip (4). Como na forma de realizagio da
Figura 10, uma substincia adesiva (16) ¢ aplicada na cavidade formada pela janela
(18), de modo a preencher o espago envolvendo o chip (4) quando o ultimo for

posicionado na janela (18) e encaixado em substancia adesiva (16).

as formas de realizagdo das Figuras 12 e 13, onde a espessura do substrato, incluindo a

janela, € semelhante aquela do chip, também podem ser apresentadas sem o substrato
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inferior. O chip € mantido tanto pelas bordas da janela ou por uma substancia adesiva
que preenche o espago entre as bordas da janela e o chip. Camadas de protegdo
suplementares podem também ser adicionadas ao substrato durante etapas adicionais,

de modo a cobrir uma ou ambas as faces da janela.

- aFigura 14 mostra uma forma de realiza¢do onde a espessura da camada superior (7°)
do substrato € menor do que aquela do chip (4), com as dimensdes da janela (18)
sendo maiores do que aquelas do chip (4). Neste caso, como naquele da Figura 11, o
chip (4) € encaixado de lado a lado com a janela (18) e, entdo, na camada inferior (7°)
do substrato (7), que € amolecido de tal modo a descarregar o material (17) desta
camada (7°’) ao longo do contorno do chip (4). O espaco assim preenchido ao redor do

chip (4) permite ao ultimo ser retido na janela (18).

- similarmente as formas de realizagdo das Figuras 10 e 11, as formas de realizagdo das
Figuras 13 e 14 podem ser combinadas. Uma substincia adesiva (16) pode ser
adicionada na cavidade mostrada na Figura 14, de modo a completar o preenchimento
do espago livre ao redor do chip (4), de acordo com as dimensdes deste ultimo,

comparadas com aquelas da janela (18).

- as figuras 15 e 16 mostram formas de realizagdo com um substrato (7) em duas
camadas, onde a janela (18) ¢ recortada dentro da camada inferior (7°’) do substrato
(7). A composigdo dos segmentos (3, 3”) do chip (4) ¢ encaixada na camada superior,
(7°) que se defronta com a janela (18) da camada inferior (7°°), com o dispositivo de
posicionamento (6). A pressdo exercida pelo dispositivo de posicionamento (6)
permite ao material amolecido da camada superior (7’) ser descarregado dentro da
janela (18), como mostrado na Figura 16. Os segmentos (3, 3”) sdo nivelados com a
superficie da camada superior (7°), tal como nas formas de realizagdo das Figuras 9 a
14.

As dimensoes da janela (18) e a espessura das camadas (7°, 7°°) do substrato

(7) também sdo determinadas pelo volume do material necessario para preencher a janela,

sem permitir folga, na superficie do substrato (7), de uma depreséﬁo ou de um relevo que

poderia danificar a aplicagdo da composi¢do dos segmentos (3, 3’) do chip (4) integrado

dentro do substrato (7).
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A figura 17 mostra um exemplo de uma forma de realizacdo efetuada de
acordo com o processo desta invengdo. A parte do substrato (7) inclui um chip (4) munido
de contatos (5, 5°), cada qual conectado com uma ponta de um segmento condutivo (3,
37). A outra ponta de cada segmento condutivo (3, 3’) é conectada a trilhas condutivas
(21, 21”) instaladas no substrato (7). O primeiro segmento (3°) originado do chip atravessa
um conjunto de trilhas condutivas (21), passando por um primeiro segmento isolante
(20°). O segundo segmento condutivo (3) do chip (4) é conectado com a ponta de uma
trilha (217). Esta trilha (21°) € conectada a um terceiro segmento condutivo (3°’), que leva
a uma trilha distante (21°°), e que passa por um segundo segmento isolante (20), o qual
cobre um conjunto de trithas (21).

O processo de posicionamento destes diferentes elementos (segmentos
condutivos, isolantes e o chip) € resumido conforme segue:

- marcagdo dos trés segmentos condutivos (3, 37, 3°°) e captura pelo dispositivo de

posicionamento (6).

- marcagdo dos dois segmentos isolantes (20, 20’) e captura pelo dispositivo de

posicionamento (6).

- captura do chip (4) de modo que seus contatos (5, 5°) se defrontem com as pontas dos
segmentos condutivos (3, 3°) previamente capturados, e com cujas pontas eles serdo

conectados durante a etapa de encaixe dentro do substrato (7).

- posicionamento em uma posi¢do pré-determinada no substrato (7) e encaixe de todos
os elementos capturados de tal modo que a face do chip, incluindo tanto os contatos
como os segmentos condutivos e isolantes, fique nivelada com a superficie do

substrato.
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REIVINDICACOES

1) Processo de posicionamento em um suporte, chamado substrato (7), de pelo menos

uma composi¢do eletrdnica consistindo de um chip (4) incluindo pelo menos um
contato elétrico (5, 57) em uma de suas faces, dito contato (5, 5”) sendo conectado a
um segmento (3, 37) de trilhas condutivas, e dito posicionamento sendo realizado por
meio de um dispositivo de posicionamento (6) retendo e posicionando dita

composig¢do no substrato (7), caracterizado pelo fato de incluir as seguintes etapas:

- formagdo de um segmento (3, 3”) de trilhas condutivas tendo um contorno pré-

determinado.

- transferéncia do segmento de trilhas (3, 3”) ao dispositivo de posicionamento

(6).

- captura do chip (4) com o dispositivo de posicionamento (6) conduzindo o
segmento de trilhas (3, 3”) de tal modo que tal segmento de trilhas (3, 3°) seja

posicionado em pelo menos um contato (5, 57) do chip (4).

- posicionamento da composi¢do eletronica consistindo de um chip (4) e de

1 o 34

segmento de trilhas (3, 3’) em uma posigéo pré-determinada no substrato (7).

9] o 4

- encaixe do chip (4) e do segmento de trithas (3, 3”) no substrato (7).

2) Processo de acordo com a rervindicag@o 1, caracterizado pelo fato de que o encaixe do

chip (4) e do segmento de trilhas (3, 3”) no substrato (7) assegura a conexdo elétrica

o] o ]

entre o contato (5, 57) do chip (4) e o segmento (3, 3°).

Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que uma
operagdo de soldagem do segmento (3. 3°) no contato (5, 5°) do chip (4) é realizada
com o dispositivo de posicionamento (6), seja durante ou apds o encaixe da
composi¢do eletronica no substrato (7), ou durante uma etapa suplementar precedente

ao encaixe da composic¢do eletronica no substrato (7).
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6)
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8)

9)

~

Processo de acordo com a reivindicagdo 3, caracterizado pelo fato de que a etapa
suplementar consiste em usar um dispositivo de soldagem separadamente do
dispositivo de posicionamento (6) para soldar o segmento (3, 3”) nos contatos (5, 5°)
do chip (4), a composigdo eletronica sendo entdo transferida ao dispositivo de

posicionamento (6) para posicionar-se no substrato (7) e encaixar-se.

Processo de acordo com a reivindicag@o 1, caracterizado pelo fato de incluir uma etapa
de aplicag@o de adesivo condutivo nos contatos (5, 5”) do chip (4) antes da captura de

dito chip (4) pelo dispositivo de posicionamento (6).

Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de incluir uma etapa
de aplicagdo de adesivo condutivo na ponta do segmento (3, 3%), que se defronta com o
contato (5, 57) do chip (4), antes da transferéncia de tal segmento (3, 3°) ao dispositivo

de posicionamento (6).

Processo de acordo coma reivindicagdo |, caracterizado pelo fato de que o segmento
de trilhas (3, 3’) ¢ obtido a partir de 14mina (2) de material condutivo e entdo é

transferido ao dispositivo de posicionamento (6), que o retém.

Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que um
segmento 1solante € obtido a partir de uma pelicula isolante e entdo € transferido ao
dispositivo de posicionamento (6), que o retém contra o segmento de trilhas (3, 3°),

dito segmento 1solante formando uma area isolante (13, 13°) no segmento de trilhas (3,

3%).

Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que, durante o
processo de captura, a face do chip (4), incluindo o contato (5, 5°), é direcionada ao
dispositivo de posicionamento (6) e pelo fato de que dito contato (5, 5”) € posicionado
de forma a defrontar-se com uma ponta do segmento de trithas (3, 3°) mantido pelo

referido dispositivo de posicionamento (6).

10) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que a

composi¢do € posicionada de tal modo que a superficie do chip (4), incluindo os
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contatos (5, 57), seja nivelada com a superficie do substrato (7) e que o segmento de

trithas (3, 37) seja aplicado contra a superficie do substrato (7).

11) Processo de acordo com a reivindicagdo 7, caracterizado pelo fato de que a lamina (2)
de material condutivo inclui uma pelicula isolante (12, 12°) aplicada contra sua face

inferior.

12) Processo de acordo com a reivindicagdo 11, caracterizado pelo fato de que o segmento
(3, 3’) é obtido a partir de dita lamina (2), de modo a incluir uma area isolante (13,
137) na parte central de sua face inferior prevista para ser aplicada contra o substrato

7 7

(7), as pontas de dito segmento (3, 3’) sendo livres da area isolante (13, 13).

13) Processo de acordo com a reivindicagdo 11, caracterizado pelo fato de que a pelicula

1solante (12, 12°) é revestida com adesivo.

14) Processo de acordo com a reivindicagdo 13, caracterizado pelo fato de que, durante o
posicionamento da composi¢do no substrato (7), o dispositivo de posicionamento (6)
aquece o segmento de trilhas (3, 3’) em pontos (14, 14°) posicionados defrontando-se
com a area isolante (13, 13”) conduzindo a ativa¢do do adesivo e a retengdo do

segmento (3, 3’) no substrato (7).

15) Processo de acordo com a réivindicaqéo 1, caracterizado pelo fato de incluir uma etapa
_preliminar de formagdo, no substrato (7), de uma cavidade (15) para alojar o chip (4)

da composicao eletronica.

16) Processo de acordo com a reivindicag@o 15, onde as dimensdes da cavidade (15) sdo
equivalentes aquelas do chip (4) e a profundidade de dita cavidade (15) corresponde,
aproximadamente, a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de incluir uma
etapa de amolecimento do substrato (7) no nivel de dita cavidade (15), antes do
encaixe do chip (4) na cavidade (15), de modo que a face de dito chip (4) contendo os

segmentos (3, 3”) fique nivelada com a superficie do substrato (7).

17) Processo de acordo com a reivindicag@o 15, onde as dimensdes da cavidade (15) sdo

maiores do que aquelas do chip (4), e a profundidade de dita cavidade (15)
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corresponde, aproximadamente, a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de
incluir uma etapa de aplicagdo de uma substéncia adesiva (16) na cavidade (15), antes
do encaixe do chip (4) em dita substancia (16), de modo que o espaco livre ao redor do
chip (4), localizado na cavidade (15), seja preenchido pela descarga de tal substincia
(16) e que a face de dito chip (4), contendo os segmentos (3, 3°), seja nivelada com a

superficie do substrato.

18) Processo de acordo com a reivindicagdo 15, onde as dimensdes da cavidade (15) sdo

maiores do que aquelas do chip (4) e a profundidade de dita cavidade (15) € menor do
que a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de incluir uma etapa de
amolecimento do substrato (7), proximo a dita cavidade (15), antes e/ou durante o
encaixe do chip (4) na cavidade (15), de modo que a face de dito chip (4) contendo os
segmentos (3, 3”) fique nivelada com a superficie do substrato (7), o espago ao redor
do chip (4), localizado na cavidade (15), sendo preenchido pela descarga (17) do

material do substrato (7).

19) Processo de acordo com a reivindicacdo 18, caracterizado pelo fato de que uma

substancia adesiva (18) € aplicada dentro da cavidade (15) antes do encaixe do chip
(4), de modo que dita substancia (16) complete o preenchimento do espago ao redor do

chip (4) posicionado na cavidade (15).

20) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de incluir as etapas

preliminares de produgdo de um substrato (7), formado pela sobreposi¢do de pelo
menos duas camadas (7, 7°), uma ao topo da outra, e de formagéo de uma janela (18)
na camada superior (7°), onde a camada inferior (7°”) fecha a parte inferior da janela
(18), dita janela (18) consistindo de uma cavidade prevista para receber o chip (4) da

composi¢io eletronica.

21) Processo de acordo com a reivindica¢do 20, onde as dimensdes da janela (18) sdo

equivalentes aquelas do chip (4) e a espessura da camada superior (7°) do substrato (7)
corresponde, aproximadamente, a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de
incluir uma etapa de amolecimento do substrato (7) no nivel de dita janela (18) antes
e/ou durante o encaixe do chip (4) na janela (18), de modo que a face de dito chip (4),

[0 Ss B

contendo os segmentos (3, 3”), seja nivelada na superficie do substrato (7).
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22) Processo de acordo com a reivindicagdo 20, onde as dimensdes da janela (18) sfo

maiores do que aquelas do chip (4), e a espessura da camada superior (7°) do substrato
(7) corresponde, aproximadamente, a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de
incluir uma etapa de aplicagdo de uma substincia adesiva (16) na cavidade formada
pela janela (18) antes do encaixe do chip (4) em dita substdncia (16), de modo que o
espago livre ao redor do chip (4) posicionado na janela seja preenchido pela descarga
(17) de dita substancia (16) e que a face de dito chip (4), contendo os segmentos (3,

37) seja nivelada com a superficie do substrato (7).

23) Processo de acordo com a reivindicagdo 20, onde as dimensdes da janela (18) sdo

maiores do que aquelas do chip (4) e a espessura da camada superior (7”) do substrato
(7) € menor do que a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de incluir uma
etapa de amolecimento do substrato (7), proximo de dita janela (18), antes e/ou
durante o encaixe do chip (4) na cavidade formada pela janela (18), de modo que a
face de dito chip (4), contendo os segmentos (3, 3°), seja nivelada com a superficie do
substrato (7), o espago ao redor do chip (4) posicionado na janela (18) sendo

preenchido pela descarga (17) do material da camada inferior (7””) do substrato (7).

24) Processo de acordo com a reivindicagdo 23, caracterizado pelo fato de que uma

substancia adesiva (16) ¢ aplicada dentro da cavidade formada pela janela (18) antes
do encaixe do chip (4), de modo que dita substincia (16) complete o preenchimento do

espago ao redor do chip (4) posicionado em dita cavidade.

25) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de incluir etapas

preliminares de produgdo de um substrato (7) formado pela sobreposigdo de pelo
menos duas camadas (7°, 7”), uma ao topo da outra, e de formagdo de uma janela (18)
em uma camada inferior (7”), onde a camada superior (7°) fecha a janela (18), a
composi¢do eletrdnica sendo encaixada na camada superior (7°) defrontando-se com a
janela (18) da camada inferior (7°’) com o dispositivo de posicionamento (6), a
pressdo exercida por dito dispositivo de posicionamento (6) descarregando o material

amolecido da camada superior (7”) dentro da janela (18), os segmentos (3, 3°) e o chip

(4) da composigdo eletronica sendo nivelados com a superficie da camada superior

(7).
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26) Dispositivo de posicionamento (6) previsto para posicionar em um substrato (7) uma
composi¢do eletronica compreendendo um chip (4) munido de pelo menos um contato
elétrico (5, 57) conectado a um segmento de trilhas condutivas (3, 3°), dito dispositivo,
sendo munido com meios para posicionar € pressionar a composi¢do eletronica no
substrato (7), € caracterizado pelo fato de compreender um cabegote munido com
meios para reter pelo menos um segmento de trilhas condutivas (3, 3°), ditos meios
sendo ligados a meios para capturar e reter um chip (4), de modo que o segmento de

trithas condutivas (3, 3’) se conecte com pelo menos um contato (5, 5”) do chip (4).

27) Dispositivo de acordo com a reivindicagéo 26, caracterizado pelo fato de que os meios
de retengdo do segmento de trithas (3, 3’) consistem em aberturas (10, 10°) com
suc¢do de ar criando um véacuo em uma das faces do segmento de trilhas (3, 3”) que

o] a2

retém dito segmento (3, 3) no cabegote de dito dispositivo.

28) Dispositivo de acordo com a reivindicagdo 26, caracterizado pelo fato de que os meios
de captura e retencdo do chip compreendem pelo menos uma abertura de sucgio de ar
(11) situada em uma area central do cabegote de dito dispositivo, proxima a uma ponta

. do segmento de trilhas (3, 3”) retido pelas respectiva aberturas (10, 10°).

29) Dispositivo de acordo com a reivindicagdo 26, caracterizado pelo fato de que os meios

de captura e reteng@o do chip (4) compreendem elementos adesivos.

30) Dispositivo de acordo com a reivindicagdo 26, caracterizado pelo fato de que o
cabegote inclui meios de soldagem do segmento de trilhas (3. 3°) em um contato (5,

5%) do chip (4).

31) Objeto portatil compreendendo em toda ou em parte de sua estrutura um substrato
isolante (7), em cujo material € encaixado pelo menos um chip eletrénico (4) incluindo
uma face munida de pelo menos um contato (5, 5°), dita face sendo nivelada com a
superficie do substrato (7), caracterizado pelo fato de que pelo menos um segmento de
trilhas condutivas (3, 3’), aplicado contra a superficie do substrato (7), € conectado ao

contato (5, 5°) do chip (4).
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32) Objeto portatil de acordo com a reivindicagdo 31, caracterizado pelo fato de que o

segmento de trilhas condutivas (3, 3°) € conectado a um contato (5, 5”) do chip (4) e a

uma tritha condutiva instalada na superficie do substrato (7).

5 33) Objeto portatil de acordo com a reivindicagdo 31, caracterizado pelo fato de que o
segmento de trilhas condutivas (3, 3”) € conectado a um primeiro contato (5) do chip

(4) e aum segundo contato (5°) de dito chip (4).

34) Objeto portatil de acordo com a reivindicagdo 31, caracterizado pelo fato de que toda
10 ou parte da superficie do substrato (7) ¢ revestida com uma lamina de prote¢do

1solante.
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RESUMO

4

O objetivo da presente invengdo € assegurar uma maxima precisdo tanto na

etapa da fabrica¢do de uma composigdo eletrénica de um chip com dimensdes pequenas como

na etapa de posicionamento de tal composi¢do em um substrato isolante.

O objetivo € alcangado por meio de um processo de posicionamento em um

suporte, chamado substrato (7), de pelo menos uma composic¢do eletronica consistindo de um

chip (4) incluindo pelo menos um contato elétrico (5, 5’) em uma de suas faces, dito contato

(5, 5°) sendo conectado a um segmento (3, 3”) de trilhas condutivas, e dito posicionamento

sendo realizado por meio de um dispositivo de posicionamento (6) retendo e posicionando

dita composigdo no substrato (7), caracterizado pelo fato de incluir as seguintes etapas:

formagdo de um segmento (3, 3) de trilhas condutivas tendo um contorno pré-

determinado.

transferéncia do segmento de trilhas (3, 3”) ao dispositivo de posicionamento (6).

captura do chip (4) com o dispositivo de posicionamento (6) contendo o segmento de
trilhas (3, 3”) de tal modo que dito segmento de trilhas (3, 3”) ¢ posicionado em pelo

menos um contato (5, 57) do chip (4).

posmlonamento da composu;ao eletronica consistindo do chip (4) e do segmento de

tulhas (3, 3°) em uma posi¢do pré-determinada no substrato (7).

/

encaixe do chip (4) e do segmento de trilhas (3, 3°) no substrato.

A inven¢do também se refere ao dispositivo de posicionamento usado no

processo € a um objeto portatil incluindo uma composi¢ao eletrdnica posicionada de acordo

COm O Processo.
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RESUMO
“METODO PARA APLICAR UMA COMPOSICAO ELETRONICA A UM SUBSTRATO
E UM DISPOSITIVO PARA APLICAR A REFERIDA COMPOSICAO”.

O objetivo da presente invengdo € assegurar uma méaxima precisio tanto na
etapa da fabricagdo de uma composigio eletronica de um chip com dimenses pequenas como
na etapa de posicionamento de tal composi¢do em um substrato isolante.

O objetivo € alcangado por meio de um processo de posicionamento em um
suporte, chamado substrato (7), de pelo menos uma composigéo eletronica consistindo de um
chip (4) incluindo pelo menos um contato elétrico (5, 5°) em uma de suas faces, dito contato (5,
5’) sendo conectado a um segmento (3, 3°) de trilhas condutivas, e dito posicionamento sendo
realizado por meio de um dispositivo de posicionamento (6) retendo e posicionando dita

composigdo no substrato (7), caracterizado pelo fato de incluir as seguintes etapas:

- formagdio de um segmento (3, 3°) de trilhas condutivas tendo um contorno pré-

determinado.

- transferéncia do segmento de trilhas (3, 3”) ao dispositivo de posicionamento (6).

- captura do chip (4) com o dispositivo de posicionamento (6) contendo o segmento de
trilhas (3, 3°) de tal modo que dito segmento de trilhas (3, 3°) é posicionado em pelo

menos um contato (5, 5°) do chip (4).

- posicionamento da composicdo eletronica consistindo do chip (4) e do segmento de

trilhas (3, 3’) em uma posigéo pré-determinada no substrato (7).
- encaixe do chip (4) e do segmento de trithas (3, 3”) no substrato.
A invengdo também se refere ao dispositivo de posicionamento usado no

processo € a um objeto portatil incluindo uma composigio eletronica posicionada de acordo

com O processo.
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REIVINDICACOES

Processo para aplicar, dentro de um suporte (7), pelo menos uma composicio
eletronica compreendendo um chip (4) incluindo pelo menos um contato elétrico
(5, 5°) em uma de suas faces, e pelo menos um segmento (3, 3°) de trilha
condutiva conectado a, pelo menos, o contato elétrico referido (5, 5°),

caracterizado pelo fato de incluir as seguintes etapas:

- formagéo de, pelo menos, um segmento referido (3, 3”) de trilha condutiva

tendo um contorno pré-determinado,

- captura de, pelo menos, um segmento de trilha (3, 3”) e do chip (4) com
um dispositivo de posicionamento (6), cada segmento de trilha (3, 37)
tendo uma parte posicionada defronte ou aplicada contra um contato (5, 57)

do chip (4).

- posicionamento de dita composi¢do eletronica, mantida por dito
dispositivo de posicionamento (6), em uma posi¢do pré-determinada com

relagdo a dito suporte (7),
- encaixe de dita composi¢do eletrdnica dentro do suporte (7).

Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que dito
encaixe de dita composigdo eletronica, dentro de dito suporte (7), € realizado por
pressdo, dita composi¢éo eletrdnica sendo direcionada dentro do suporte (7), cujo

material submete-se a um certo deslocamento.

Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que a
captura de, pelo menos, um segmento referido (3, 3°) por dito dispositivo de
posicionamento (6) € temporariamente distinta da captura de dito chip (4) por este
dispositivo de posicionamento (6) que mantém, com meios de retengdo, dito chip
(4) em uma dada posig¢do com relagdo a, pelo menos, um segmento referido (3,

37), até dito encaixe de dita composic¢do dentro de dito suporte (7).
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Processo de acordo com qualquer das reivindica¢des de 1 a 3, caracterizado pelo
fato de que, durante a captura, pelo menos um segmento referido (3, 3°) &
capturado primeiramente e, entdo, dito chip (4), a face do chip (4) incluindo pelo
menos um contato referido (5, 57), ¢ direcionado ao dispositivo de posicionamento
(6) de modo que dita parte de cada segmento (3, 3”) se defronte com um contato

(5, 5.

Processo de acordo com qualquer das reivindicagdes de 1 a 3, caracterizado pelo
fato de que a conex@o elétrica entre, pelo menos, um contato (5, 5°) do chip (4) e,
pelo menos, um segmento referido (3, 3°) € assegurada pela etapa de encaixe de

dita composig¢do eletrénica dentro do suporte (7).

Processo de acordo com qualquer das reivindicagdes de 1 a 3, caracterizado pelo
fato de que uma operacdo de soldagem do segmento (3, 3°) no contato (5, 5°) do
chip (4) ¢ realizada com o dispositivo de posicionamento (6) munido de meios de

soldagem.

Processo de acordo com qualquer das reivindicagdes de 1 a 3, caracterizado pelo
fato de que uma operacdo de soldagem de, pelo menos, um segmento referido (3,
3’) em, pelo menos, um contato referido (5, 5°) do chip (4) ¢ realizada com um
dispositivo de soldagem separado do dispositivo de posicionamento (6), seja antes
da etapa de captura de dita composi¢do eletronica por dito dispositivo de
posicionamento (6), seja depois da etapa de encaixe de dita composigdo eletronica

dentro do suporte (7).

Processo de acordo com qualquer das reivindicagdes de 1 a 3, caracterizado pelo
fato de incluir uma etapa para aplicar adesivo condutivo nos contatos (5, 5°) do

chip (4), antes da captura de dito chip (4) pelo dispositivo de posicionamento (6).

Processo de acordo com qualquer das reivindicagdes de 1 a 3, caracterizado pelo
fato de incluir uma etapa de aplicar adesivo condutivo em dita parte de cada

segmento (3, 3’) previsto para ser aplicado contra um contato (5, 5’) do chip (4).
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10) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que, pelo

menos, um segmento referido (3, 3”) constitui uma antena.

11) Processo de acordo com a reivindicagdo 10, caracterizado pelo fato de que dita
antena € feita seja de dois segmentos (3, 3”) conectados respectivamente a dois
contatos (5, 5°) de dito chip (4), ou de um circuito elétrico fechado tendo duas

partes conectadas respectivamente a dois contatos (5, 5°) de dito chip (4).

12) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que dita
parte de, pelo menos, um segmento referido (3, 3°), prevista para ser conectada a
um contato (5, 5’) do chip (4), forma uma primeira ponta do segmento, sua
segunda ponta sendo prevista para ser conectada a uma trilha condutiva instalada

em dito suporte (7).

13) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que, pelo
menos, um segmento de trilha referido (3, 3”) € recortado de uma lamina (2) de

material condutivo.

14) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que pelo
menos um segmento isolante (20, 20°) € obtido de uma pelicula isolante e, entfo,
aplicado contra, pelo menos, o segmento de trilha referido (3, 3”), cada segmento
1solante (20, 20”) formando uma 4rea isolante (13, 13) no segmento de trilha (3,

3”) com o qual esta associado.

15) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que pelo
menos um segmento de trilha condutiva suplementar (3”) ¢ também capturado e
posicionado em dito suporte (7) por dito dispositivo de posicionamento (6), este
segmento suplementar (3”) formando uma ligagdo elétrica entre uma primeira

trilha (21”) e uma segunda trilha (21”) instaladas em dito suporte (7).

16) Processo de acordo com a reivindicagdo 15, caracterizado pelo fato de que dito
segmento suplementar (3”) atravessa um conjunto de trilhas (21), um segmento
1solante (20, 20’) sendo instalado entre dito conjunto de trilhas (21) e dito

segmento suplementar (37).
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17) Processo de acordo com a reivindicagdo 16, caracterizado pelo fato de que dito
segmento isolante (20, 20’), associado a dito segmento suplementar (3”), ¢

também capturado e posicionado por dito dispositivo de posicionamento (6).

18) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que dita
composi¢do eletronica € encaixada em dito suporte (7), de tal modo que a
superficie do chip (4), incluindo os contatos (5, 5°) é substancialmente nivelada
com a superficie do suporte (7) e pelo fato de que pelo menos um segmento

o Blie B

referido (3, 3”) ¢ aplicado contra a superficie do suporte (7).

19) Processo de acordo com a reivindicagdo 18, caracterizado pelo fato de que,
subseqiientemente a dito encaixe de dita composi¢do eletrdnica dentro de dito
suporte (7), uma ldmina de protecéo isolante (9) ¢ adicionada em toda ou em parte

de dita superficie do suporte (7).

20) Processo de acordo com a reivindicagdo 13, caracterizado pelo fato de que a
lamina (2) de material condutivo inclui uma pelicula isolante (12, 12°) aplicado

contra sua face inferior.

21)Processo de acordo com a reivindicagdo 20, caracterizado pelo fato de que o
segmento (3, 3’) € obtido de dita ldmina (2), a fim de incluir uma &rea isolante (13,
13”) na parte central de sua face inferior, prevista para ser aplicada contra o
suporte (7), as pontas de dito segmento (3, 3’) sendo liberadas da area isolante (13,

13%)

22) Processo de acordo com a reivindicagdo 20 ou 21, caracterizado pelo fato de que a

pelicula isolante (12, 12’) é revestida com adesivo.

23)Processo de acordo com a reivindicagdo 22, caracterizado pelo fato de que,
durante o posicionamento da composi¢do no suporte (7), o dispositivo de
posicionamento (6) aquece pelo menos um segmento de trilha referido (3, 3”) em
pontos (14, 14’°) que se defrontam com a area isolante (13, 13°) levando a uma

ativacdo do adesivo e a retengdo do segmento (3, 3°) no suporte (7).
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24) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de incluir uma

etapa preliminar de formagdo, no suporte (7), de uma cavidade (15) para alojar o

chip (4) da composigéo eletronica.

25) Processo de acordo com a reivindicagdo 24, onde as dimensdes da cavidade (15)

sdo equivalentes aquelas do chip (4) e a profundidade de dita cavidade (15)
corresponde substancialmente a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de
incluir uma etapa de amolecimento do suporte (7), proximo a dita cavidade (15),
antes do encaixe do chip (4) dentro da cavidade (15), de modo que a face de dito
chip (4) contendo os segmentos (3, 3°) € substancialmente nivelada com a

superficie do suporte (7).

26) Processo de acordo com a reivindicagdo 24, onde as dimensdes da cavidade (15)

sdo maiores do que aquelas do chip (4), e a profundidade de dita cavidade (15)
corresponde substancialmente a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de
incluir uma etapa de aplicagdo de uma substincia adesiva (16) na cavidade (15),
antes do encaixe do chip (4) em dito suporte (7), de modo que o espago livre ao
redor do chip (4) posicionado na cavidade (15) seja preenchido pela descarga de
dita substincia adesiva (16) e pelo fato de que a face de dito chip (4) contendo os

segmentos (3, 3’) € substancialmente nivelada com a superficie do suporte (7).

27)Processo de acordo com a reivindicag¢do 24, onde as dimensdes da cavidade (15)

sdo maiores do que aquelas do chip (4), e a profundidade de dita cavidade (15) é
menor do que a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de incluir uma etapa
de amolecimento do suporte (7), proximo a dita cavidade (15), antes e/ou durante
o encaixe do chip (4) dentro da cavidade (15), de modo que a face de dito chip (4)
contendo os segmentos (3, 3’) seja substancialmente nivelada com a superficie do
suporte (7), o espaco ao redor do chip (4) posicionado na cavidade (15) sendo pelo

menos parcialmente preenchido pela descarga (17) do material do suporte (7).

28) Processo de acordo com a reivindicagdo 27, caracterizado pelo fato de que uma

substancia adesiva (16) € aplicada dentro da cavidade (15) antes do encaixe do
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chip (4), de modo que dita substdncia (16) complete o preenchimento do espaco

ao redor do chip (4) posicionado na cavidade (15).

29) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de incluir

etapas preliminares de producéo de um suporte (7) formado pela sobreposi¢do de
pelo menos duas camadas (7°, 7”), uma ao topo da outra, e de formagdo de uma
janela (18) na camada superior (7’), a camada inferior (7”) fechando a parte
inferior da janela (18), dita janela (18) definindo uma cavidade prevista para

receber o chip (4) da composigdo eletrdnica.

30) Processo de acordo com a reivindicagdo 29, onde as dimensdes da janela (18) sdo

equivalentes aquelas do chip (4), e a espessura da camada superior (7°) do suporte
(7) corresponde substancialmente a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato
de incluir uma etapa de amolecimento do suporte (7), proximo a dita janela (18),
antes e/ou durante o encaixe de dito chip (4) dentro da janela (18), de modo que a
face de dito chip (4) contendo os segmentos (3, 3°) seja substancialmente nivelada

na superficie do suporte (7).

31) Processo de acordo com a reivindicagéo 29, onde as dimensdes da janela (18) séo

maiores do que aquelas do chip (4), ¢ a espéssura da camada superior (7’) do
suporte (7) corresponde substancialmente a espessura do chip (4), caracterizado
pelo fato de incluir uma etapa de aplicagdo de uma substancia adesiva (16) dentro
da cavidade formada pela janela (18), antes do encaixe do chip (4) dentro de dito
suporte (7), de modo que o espago livre ao redor do chip (4) posicionado na janela
(18) seja preenchido pela descarga (17) de dita substancia adesiva (16) e pelo fato
de que a face de dito chip (4) contendo os segmentos (3, 3°) é substancialmente

nivelada com a superficie do suporte (7).

32) Processo de acordo com a reivindicagdo 29, onde as dimensdes da janela (18) sdo

maiores do que aquelas do chip (4), e a espessura da camada superior (7’) do
suporte (7) € menor do que a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de
incluir uma etapa de amolecimento do suporte (7), proximo a dita janela (18),
antes e/ou durante o encaixe do chip (4) dentro da cavidade formada pela janela

(18), de modo que a face de dito chip (4), contendo os segmentos (3, 3°), seja
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substancialmente nivelada com a superficie do suporte (7), o espago ao redor do
chip (4) posicionado na janela (18) sendo preenchido pelo menos parcialmente

pela descarga (17) do material da camada inferior (7”) do suporte (7).

33) Processo de acordo com a reivindicagdo 32, caracterizado pelo fato de que uma

substancia adesiva (16) é aplicada dentro da cavidade formada pela janela (18)
antes do encaixe do chip (4), de modo que dita substancia adesiva (16) complete o

preenchimento do espago ao redor do chip (4) posicionado em dita cavidade.

34) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de incluir

etapas preliminares de produg@o de um suporte (7) formado pela sobreposi¢io de
pelo menos duas camadas (7°, 7”), uma ao topo da outra, e de formagdo de uma
janela (18) em uma camada inferior (7”), a camada superior (7°) fechando a janela
(18), a composigdo eletronica sendo encaixada dentro da camada superior (7°)
defrontando-se com a janela (18) da camada inferior (7”’) com o dispositivo de
posicionamento (6), a pressdo exercida por dito dispositivo de posicionamento (6)
descarregando o material amolecido da camada superior (7°) dentro da janela (18),
os segmentos (3, 3’) e o chip (4) da composigdo eletronica sendo substancialmente

nivelados com a superficie da camada superior (7).

35) Dispositivo de posicionamento (6) previsto para posicionar, em um suporte (7),

uma composigdo eletronica compreendendo um chip (4) previsto com pelo menos
um contato elétrico (5, 5°) conectado a um segmento de trilha condutiva (3, 3°),
dito dispositivo sendo munido de meios para posicionar € para encaixar a
composi¢do eletronica dentro do suporte (7), e caracterizado pelo fato de
compreender um cabegote munido de meios para retengdo de pelo menos um
segmento de trilha condutiva (3, 3’) e também de meios de retengdo de um chip
(4), o qual ¢ capturado de modo que cada segmento de tritha (3, 3°) seja
posicionado defrontando-se ou aplicado contra pelo menos um contato (5, 5°) do

chip (4).

36) Dispositivo de acordo com a reivindicagfo 35, caracterizado pelo fato de que os

meios de retengdo de, pelo menos, um segmento de trilha referido (3, 3’)

consistem de aberturas de sucgdo de ar (10, 10’) criando um vacuo em uma das
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faces de pelo menos um segmento referido (3, 3°) e assim mantendo dito

segmento (3, 3’) contra dito cabegote.

37) Dispositivo de acordo com a reivindicagdo 36, caracterizado pelo fato de que os

meios de reten¢do do chip (4) compreendem pelo menos uma abertura de sucgio
de ar (11) localizada em uma érea central do cabegote de dito dispositivo, préxima
de pelo menos uma pohta do segmento de trilha (3, 3°), mantido entre aberturas

correspondentes (10, 10°)

38) Dispositivo de acordo com a reivindicagdo 35, caracterizado pelo fato de que os

meios de retengdo do chip (4) compreendem elementos adesivos.

39) Dispositivo de acordo com a reivindicagdo 35, caracterizado pelo fato de que o

cabecote inclui meios para soldagem do segmento de trilha (3, 3’) em um contato

(5, 5°) do chip (4).

40) Objeto portatil compreendendo em toda ou em parte de sua estrutura um suporte

isolante (7), em cujo material fica encaixado pelo menos um chip eletrdnico (4),
incluindo uma face munida de pelo menos um contato (5, 5°), dita face sendo
substancialmente nivelada com a superficie do suporte (7), caracterizado pelo fato
de que pelo menos um segmento distinto de trilha condutiva (3, 3’) € aplicado
contra a superficie do suporte (7), uma primeira ponta deste segmento sendo
conectada a um contato (5, 5°) instalado em dita face do chip, enquanto sua
segunda ponta fica conectada a uma ponta de uma trilha condutiva previamente
instalada em dito suporte (7), dito segmento de trilha condutiva (3, 3’) sendo

substancialmente plano.

41) Objeto portatil de acordo com a reivindicagdo 40, caracterizado pelo fato de que

toda ou parte da superficie do suporte (7) € revestida com uma lamina de protegdo

isolante (9).



10

20

Pat m 2018090005225 [ 0P
17 L 0606562 -}

REIVINDICACOES

Processo para aplicar, dentro de um suporte (7), pelo menos uma composicéo eletrdnica
compreendendo um chip (4) incluindo pelo menos um contato elétrico (5, 5°) em uma de
suas faces, e pelo menos um segmento (3, 3°) de trilha condutiva conectada, pelo menos,

ao contato elétrico referido (5, 57), caracterizado pelo fato de incluir as seguintes etapas:

formagdo de, pelo menos, um segmento (3, 3”) de trilha condutiva tendo um contorno

pré-determinado,

captura de, pelo menos um segmento de tritha (3, 3”) e do chip (4) com um dispositivo de

posicionamento (6),

captura do chip (4) com um dispositivo de posicionamento (6), conduzindo o segmento
de trilha (3, 3”) a fim de colocar uma parte desse segmento (3, 3°) face a um contato (5,

57) do chip (4) ou aplicada contra um contato (5, 5°).

posicionamento de dita composi¢do eletronica, mantida por dito dispositivo de

posicionamento (6), em uma posi¢do pré-determinada com relagdo a dito suporte (7),

- encaixe de dita composi¢do eletronica dentro do suporte (7).

2) Processo de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de a captura de pelo

menos um referido segmento (3, 3°) por dito dispositivo de posicionamento (6) €
temporariamente distinta da captura de dito chip (4) por este dispositivo de
posicionamento (6) que mantém, com meios de retengdo, dito chip (4) em uma dada
posi¢do com relagdo a, pelo menos, um segmento referido (3, 37), até dito encaixe de

dita composig¢do dentro de dito suporte (7).

Processo de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 ou 2, caracterizado pelo fato
de que durante a captura de, pelo-menos, um segmento (3, 3’) pelo menos um segmento
referido (3, 3”) é capturado primeiramente e, entdo, dito chip (4), a face do chip (4)
incluindo pelo menos um contato (5, 57), ¢ direcionado ao dispositi\-lo de
posicionamento (6) de modo que a parte do segmento (3,. 37) se defronte com um contato

(5.5%).
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6)

7)

8)

9)

Processo de acordo com qualquer das reivindicagdes 1 ou 2, caracterizado pelo fato de
que a conexdo elétrica entre, pelo menos, um contato (5. 5”) do chip (4) e, pelo menos,
um segmento referido (3, 3°) € assegurada pela etapa de encaixe de dita composicio

¢letronica dentro do suporte (7).

Processo de acordo com qualquer das reivindicagdes | ou 2, caracterizado pelo fato de
que uma operagio de soldagem do segmento (3, 3°) no contato (3, 5°) do chip (4) é

realizada com o dispositivo de posicionamento (6) munido de meios de soldagem.

Processo de acordo com qualquer das reivindicacdes 1 ou 2, caracterizado pelo fato de
que uma operagdo de soldagem de, pelo menos, um segmento referido (3, 3°) em, pelo
menos, um contato referido (5, 57) do chip (4) ¢ realizada com um dispositivo de
soldagem separado do dispositivo de posicionamento (6), seja antes da etapa de captura
de dita composigdo eletronica por dito dispositivo de posicionamento (6), seja depois da

etapa de encaixe de dita composic¢do eletronica dentro do suporte (7).

Processo de acordo com qualquer das reivindicagdes | ou 2, caracterizado pelo fato de
incluir uma etapa para aplicar adesivo condutivo nos contatos (5, 5’) do chip (4), antes

da captura de dito chip (4) pelo dispositivo de posicionamento (6).

Processo de acordo com qualquer das reivindica¢des 1 ou 2, caracterizado pelo fato de
incluir uma etapa de aplicar adesivo condutivo em dita parte de cada segmento (3, 37)

previsto para ser aplicado contra um contato (5, 5°) do chip (4).

Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que, pelo menos,

um segmento referido (3, 3°) constitul uma antena.

10) Processo de acordo com a reivindicagdo 10, caracterizado pelo fato de que dita antena ¢é

feita seja de dois segmentos (3, 37) conectados respectivamente a dois contatos (5, 57) de
dito chip (4), ou de um circuito elétrico fechado tendo duas partes conectadas

respectiVamente' a dois contatos (35, 57) de dito chip (4).

11) Processo de acordo com a reivindicagéo 1, caracterizado pelo fato de que outra parte do

segmento (3, 37), prevista para ser conectada a uma trilha condutiva instalada em dito



suporte (7).

12) Processo de acordo com a reivindicagéo |, caracterizado pelo fato de que, pelo menos,
5 um segmento de trilha referido (3, 3”) ¢ recortado de uma lamina (2) de material

condutivo.

I3) Processo de acordo com a reivindicagdo |, caracterizado pelo fato de que pelo menos

um segmento isolante (20, 20°) é obtido de uma pelicula isolante e, entdo, aplicado

10 contra, pelo menos, o segmento de trilha referido (3, 3°), cada segmento isolante (20,
20%) formando uma area isolante (13, 13°) no segmento de trilha (3, 3°) com o qual esta

associado.

14) Processo de acordo com a reivindica¢do 1, caracterizado pelo fato de que pelo menos
15 um segmento de trilha condutiva suplementar (3”) ¢ também capturado e posicionado
em dito suporte (7) por dito dispositivo de posicionamento (6), este segmento

o k)

suplementar (3”) formando uma ligagédo elétrica entre uma primeira trilha (21°) e uma

segunda tritha (217) instaladas em dito suporte (7).

20 I5) Processo de acordo com a reivindicagdo 15, caracterizado pelo fato de que dito
23

segmento suplementar (3”) atravessa um conjunto de trilhas (21), um segmento isolante

(20, 20”) sendo instalado entre dito conjunto de trilhas (21) e dito segmento suplementar

(37).

25  16)Processo de acordo com a reivindica¢do 15, caracterizado pelo fato de que dito

segmento isolante (20, 20’), associado a dito segmento suplementar (37), ¢ também

capturado e posicionado por dito dispositivo de posicionamento (6).

17)Processo de acordo com a reivindicagdo |, caracterizado pelo fato de que dita

30 composigdo eletrdnica ser encaixada em dito suporte (7), de tal modo que a superficie do
chip (4), incluindo os contatos (5, 5°) ser substancialmente nivelada com a superticie do

suporte (7) e pelo fato de que pelo menos um segmento referido (3, 37) € aplicado contra

a superficie do suporte (7).
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18) Processo de acordo com a reivindicagdo 17, caracterizado pelo fato de que,
subseqiientemente a dito encaixe de dita composi¢éo eletrdnica dentro de dito suporte
(7), uma lamina de protecdo isolante (9) é adicionada em toda ou em parte de dita

supertficie do suporte (7).

19) Processo de acordo com a reivindicagdo 12, caracterizado pelo fato de que a Iamina (2)
de material condutivo inclui uma pelicula isolante (12, 12”) aplicado contra sua face

inferior.

20) Processo de acordo com a reivindicagdo 19, caracterizado pelo fato de que o segmento
(3, 37) € obtido de dita lamina (2), a fim de incluir uma area isolante (13, 137) na parte
central de sua face inferior, prevista para ser aplicada contra o suporte (7), as pontas de

dito segmento (3, 3”) sendo liberadas da area isolante (13, 137)

- 21) Processo de acordo com as reivindicagGes 19 ou 20, caracterizado pelo fato de que a

pelicula isolante (12, 127) € revestida com adesivo.

22) Processo de acordo com a reivindicagdo 22, caracterizado pelo fato de que, durante o

posicionamento da composi¢do no suporte (7), o dispositivo de posicionamento (6)
aquece pelo menos um segmento de trilha referido (3, 3°) em pontos (14, 147) que se
defrontam com a area isolante (13, 137) levando a uma ativagdo do adesivo e a retengdo

o] o b4

do segmento (3, 3°) no suporte (7).

23) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de incluir uma etapa
preliminar de formagdo, no suporte (7), de uma cavidade (15) para alojar o chip (4) da

composi¢ao eletronica.

. 24) Processo de acordo com a reivindicagdo 23, onde as dimensdes da cavidade (15) sdo

equivalentes aquelas do chip (4) e a profundidade de dita cavidade (15) corresponde
substancialmente a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de incluir uma etapa de
amolecimento do suporte (7), proximo a dita cavidade (15), antes do encaixe do chip (4)
dentro da cavidade (15), de modo que a face de dito chip (4) contendo os segmentos (3,

3”) é substancialmente nivelada com a superficie do suporte (7).
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25) Processo de acordo com a reivindicagio 23, onde as dimensdes da cavidade (15) sdo
maiores do que aquelas do chip (4), e a profundidade de dita cavidade (15) corresponde
substancialmente a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de incluir uma etapa de
aplicagdo de uma substincia adesiva (16) na cavidade (15), antes do encaixe do chip (4)
em dito suporte (7), de modo que o espago livre ao redor do chip (4) posicionado na
cavidade (15) seja preenchido pela descarga de dita substancia adesiva (16) ¢ pelo fato
de que a face de dito chip (4) contendo os segmentos (3. 3°) é substancialmente nivelada

com a superficie do suporte (7).

26) Processo de acordo com a reivindica¢do 23, onde as dimensdes da cavidade (15) sdo
maiores do que aquelas do chip (4), e a profundidade de dita cavidade (15) ¢ menor do
que a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de incluir uma etapa de

~ amolecimento do suporte (7), proximo a dita cavidade (15), antes e/ou durante o encaixe
do chip (4) dentro da cavidade (15), de modo que a face de dito chip (4) contendo os
segmentos (3, 3°) seja substancialmente nivelada com a superficie do suporte (7), o
espago ao redor do chip (4) posicionado na cavidade (15) sendo pelo menos

parcialmente preenchido pela descarga (17) do material do suporte (7).

27) Processo de acordo com a reivindicagdo 26, caracterizado pelo fato de que uma
substéncia adesiva (16) € aplicada dentro da cavidade (15) antes do encaixe do chip (4),
de modo que dita substancia (16) complete o preenchimento do espaco ao redor do chip

(4) posicionado na cavidade (15).

28) Processo de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de incluir etapas
preliminares de produ¢do de um suporte (7) formado pela sobreposicdo de pelo menos
duas camadas (7°, 77), uma ao topo da outra, ¢ de formagdo de uma janela (18) na
camada superior (7’), a camada inferior (77) fechando a parte inferior da janela (18), dita
janela (18) definindo uma cavidade prevista para receber o chip (4) da composi¢ao

eletronica.

29) Processo de acordo com a reivindicagdo 28 onde as dimensdes da janela (18) sdo
| equivalentes aquelas do chip (4), e a espessura da camada superior (7°) do suporte (7)
corresponde substancialmente a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de incluir
uma etapa de amolecimento do suporte (7)., proximo a dita janela (18), antes e/ou

durante o encaixe de dito chip (4) dentro da janela (18), de modo que a face de dito chip
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(4) contendo os segmentos (3, 3”) seja substancialmente nivelada na superticie do

suporte (7).

30) Processo de acordo com a reivindicacio 28, onde as dimensdes da janela (18) sdo

maiores do que aquelas do chip (4), e a espessura da camada superior (7°) do suporte (7)
corresponde substancialmente a espessura do chip (4), caracterizado pelo fato de incluir

uma etapa de aplicagdo de uma substancia adesiva (16) dentro da cavidade formada pela

Janela (18), antes do encaixe do chip (4) dentro de dito suporte (7), de modo que o

espaco livre ao redor do chip (4) posicionado na janela (18) seja preenchido pela
descarga (17) de dita substancia adesiva (16) e pelo fato de que a face de dito chip (4)

contendo os segmentos (3, 3°) € substancialmente nivelada com a superficie do suporte -

(7).

31)Processo de acordo com a reivindicagdo 28, onde as dimensdes da janela (18) sdo

maiores do que aquelas do chip (4). e a espessura da camada superior (7”) do suporte (7)
¢ menor do que a espessura do chip (4). caracterizado pelo fato de incluir uma etapa de
amolecimento do suporte (7), proximo a dita janela (18), antes e/ou duranfe o encaixe do
chip (4) dentro da cavidade formada pela janela (18), de modo que a face de dito chip
(4), contendo os segmentos (3, 3°), seja substancialmente nivelada com a superficie do
suporte (7), o espago ao redor do chip (4) posicionado na janela (18) sendo preenchido
pelo menos parcialmente pela descarga (17) do material da camada inferior (77) do

suporte (7).

32) Processo de acordo com a reivindicagdo 31, caracterizado pelo fato de que uma .

substancia adesiva (16) € aplicada dentro da cavidade formada pela janela (18) antes do
encaixe do chip (4), de modo que dita substancia adesiva (16) complete o preenchimento

do espaco ao redor do chip (4) posicionado em dita cavidade.

33) Processo de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de incluir etapas

preliminares de produg¢do de um suporte (7) formado pela sobreposi¢do de pelo menos
duas camadas (7°, 77), uma ao topo da outra, e de formag¢é@o de uma janela (18) em uma
camada inferior (7”), a camada superior (7’) fechando a janela (18), a composi¢do
eletronica sendo encaixada dentro da camada superior (7°) defrontando-se com a janela
(18) da camada inferior (7"’) com o dispositivo de posicionamento (6), a pressdo

exercida por dito dispositivo de posicionamento (6) descarregando o material amolecido
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da camada superior (7°) dentro da janela (18), os segmentos (3, 3°) e o chip (4) da
composi¢do eletrénica sendo substancialmente nivelados com a superficie da camada

superior (7).

w

34) Dispositivo de posicionamento (6) previsto para posicionar, em um suporte (7), uma
composigéo eletronica compreendendo um chip (4) previsto com pelo menos um contato
elétrico (5, 5°) conectado a um segmento de trilha condutiva (3, 3°), dito dispositivo
sendo munido de meios para posicionar e para encaixar a composi¢io eletrénica dentro
do suporte (7), e caracterizado pelo fato de compreender um cabec;dte munido de meios

10 para reten¢do de pelo menos um segmento de trilha condutiva (3, 3°) e também de meios

de reten¢@o de um chip (4), o qual ¢ capturado de modo que cada segmento de trilha (3,

37) seja posicionado defrontando-se ou aplicado contra pelo menos um contato (5, 5°) do

chip (4).

15  35)Dispositivo de acordo com a reivindicagio 34, caracterizado pelo fato de que os meios |
de retengdo de, pelo menos, um segmento de trilha referido (3, 3°) consistem de
aberturas de suc¢do de ar (10, 10°) criando um vacuo em uma das taces de pelo menos
um segmento referido (3, 3’) e assim mantendo dito segmento (3, 3°) contra dito
cabecote.

20

36) Dispositivo de acordo com a reivindicag@o 35, caracterizado pelo fato de que os meios
de retenc@o do chip (4) compreendem pelo menos uma abertura de sucgio de ar (11)
localizada em uma area central do cabecote de dito dispositivo, proxima de pelo menos

n

uma ponta do segmento de trilha (3, 3°), mantido entre aberturas correspondentes (10,

25 107

37) Dispositivo de acordo com a reivindicacdo 34, caracterizado pelo fato de que os meios

de retencdo do chip (4) compreendem elementos adesivos.

30  38) Dispositivo de acordo com a reivindica¢do 34, caracterizado pelo fato de que o cabegote

inclui meios para soldagem do segmento de tritha (3, 3”) em um contato (5. 57) do chip

(4)-
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RESUMO
“METODO PARA APLICAR UMA COMPOSICAO ELETRONICA A UM SUBSTRATO
E UM DISPOSITIVO PARA APLICAR A REFERIDA COMPOSICAO”.

O objetivo da presente invengdo é assegurar uma maxima precisio tanto na
etapa da fabricagdo de uma composigéo eletrénica de um chip com dimensdes pequenas como
na etapa de posicionamento de tal composi¢do em um substrato isolante.

O objetivo € alcangado por meio de um processo de posicionamento em um
suporte, chamado substrato (7), de pelo menos uma composigéo eletronica consistindo de um
chip (4) incluindo pelo menos um contato elétrico (5, 5°) em uma de suas faces, dito contato (5,
5°) sendo conectado a um segmento (3, 3”) de trilhas condutivas, e dito posicionamento sendo
realizado por meio de um dispositivo de posicionamento (6) retendo e posicionando dita

composigdo no substrato (7), caracterizado pelo fato de incluir as seguintes etapas:

- formagdo de um segmento (3, 3’) de trilhas condutivas tendo um contorno pré-

determinado.

- transferéncia do segmento de trilhas (3, 3°) ao dispositivo de posicionamento (6).

- captura do chip (4) com o dispositivo de posicionamento (6) contendo o segmento de
trilhas (3, 3’) de tal modo que dito segmento de trilhas (3, 3°) é pdsicionado em pelo

menos um contato (5, 5°) do chip (4).

- - posicionamento da composi¢do eletronica consistindo do chip (4) e do segmento de
trilhas (3, 3”) em uma posigdo pré-determinada no substrato (7).

- encaixe do chip (4) e do segmento de trilhas (3, 3°) no substrato.
A invengdo também se refere ao dispositivo de posicionamento usado no

processo € a um objeto portdtil incluindo uma composigdo eletronica posicionada de acordo

com O processo.
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